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证券代码：002185     证券简称：华天科技     公告编号：2025-033 

天水华天科技股份有限公司 

关于对外投资设立全资子公司的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

一、对外投资概述 

为了进一步加强在先进封装领域的竞争能力，满足未来战略发展需要，天水

华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司华天科技（江苏）

有限公司（以下简称“华天江苏”）、全资子公司华天科技（昆山）电子有限公

司（以下简称“华天昆山”）及全资下属合伙企业华天先进壹号（南京）股权投

资合伙企业（有限合伙）（以下简称“先进壹号”）共同出资，设立全资子公司

南京华天先进封装有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准，以下简

称“华天先进”）。拟新设公司注册资本总额 200,000万元，其中华天江苏认缴

出资 100,000 万元，占比 50%，华天昆山认缴出资 66,500 万元，占比 33.25%，

先进壹号认缴出资 33,500万元，占比 16.75%。 

本次对外投资事项已经公司 2025 年 8 月 1 召开的第八届董事会第四次会议

审议通过。根据《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次对

外投资设立全资子公司事项属公司董事会审批权限，无需股东大会批准。 

本次对外投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 

 

二、主要出资主体介绍 

1、全资子公司华天科技（江苏）有限公司 

统一社会信用代码：91320111MA27EJ3N21 

住所：南京市浦口区丁香路 18号 

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 

法定代表人：肖智轶 
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注册资本：125000万元人民币 

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集

成电路销售；电子元器件零售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；

货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动） 

主要股东：公司间接持有其100%股权。 

2、全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司 

统一社会信用代码：913205836754951362 

住所：江苏省昆山开发区龙腾路 112号 

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 

法定代表人：肖智轶 

注册资本：184017.803901万元人民币 

经营范围：研发、制造、封装和测试集成电路；销售自产产品并提供相关服

务；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）。 

主要股东：公司持有其 100%的股权。 

 

3、全资下属合伙企业华天先进壹号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙） 

统一社会信用代码：91320111MAERL8HA36 

主要经营场所：江苏省南京市浦口区丁香路 18号 

企业类型：有限合伙企业 

执行事务合伙人：华天先进贰号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）（委

派代表：肖智轶） 

认缴出资总额：3800万元 

经营范围：股权投资、企业管理咨询、信息咨询服务（不含许可类信息咨询

服务）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）。 

主要股东：华天先进贰号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
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称“先进贰号”）作为普通合伙人持有其 98.68%的份额，华天昆山作为有限合

伙人持有其1.32%的份额。其中，先进贰号由华天江苏作为普通合伙人持有其0.10%

的份额，华天昆山作为有限合伙人持有其 99.90%的份额。因此，公司间接持有

先进壹号 100%的份额。 

 

三、投资标的的基本情况  

1、出资方式  

华天江苏以现金及机器设备、土地房产等方式出资，华天昆山及先进壹号以

现金方式出资。现金方式出资的资金来源为自有资金。  

 

2、标的企业基本情况  

（1）拟定名称：南京华天先进封装有限公司 

（2）拟注册地点：南京市 

（3）拟从事的业务：2.5D/3D集成电路封装测试  

（5）股权结构： 

出资人 出资额（万元） 认缴比例 

华天科技（江苏）有限公司 100,000.00 50.00% 

华天科技（昆山）电子有限公司 66,500.00 33.25% 

华天先进壹号（南京）股权投资

合伙企业（有限合伙） 
33,500.00 16.75% 

合 计 200,000.00 100% 

以上信息将以登记机关登记为准。 

 

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  

1、对外投资的目的  

近年来，随着高性能运算、人工智能、数据中心、自动驾驶、智能手机、5G 

通信等领域对芯片算力需求的日益增强，带动了集成电路先进封装的快速发展。

同时，随着 7nm以下制程成本急剧攀升，单纯依靠制程微缩提升性能的路径难以

为继，而先进封装已成为延续摩尔定律的关键，并成为当前半导体行业发展的主
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要驱动力之一。目前，台积电、英特尔、三星等国际巨头纷纷将先进封测列为其

战略重点，全球产业链加速向先进封测倾斜，技术成熟度与产业化能力持续提升，

为规模化应用奠定了基础。2025年全球先进封装市场预计总营收为 569亿美元，

同比增长 9.6%；市场规模预计将在 2028年达到 786亿美元，2022—2028年间年

化复合增速达 10.05%。根据预测，2027年全球先进封装市场规模占比将首次超

过传统封装。 

为了在集成电路先进封装市场竞争中抢抓先机，公司拟设立华天先进，华天

先进以 2.5D/3D 等先进封装测试为主营业务。该公司设立后，将进一步加大

2.5D/3D等先进封测业务领域的投入，加快推动先进封装业务的发展，扩大先进

封测产业规模和市场份额，增强公司整体竞争能力，巩固和提升公司行业地位。 

2、存在的风险  

拟设公司运营过程中可能会因宏观经济环境以及自身经营情况不达预期等

因素的影响而产生一定的运营风险。 

3、对公司的影响  

各出资主体将根据拟设公司业务进展情况缴纳出资，短期内对公司财务和生

产经营不会产生重大影响。拟设公司的成立将有利于推动公司在先进封装领域的

布局，完善公司封测技术工艺及业务体系，符合公司的整体发展战略，对公司未

来发展具有积极的推动作用。  

备查文件  

公司第八届董事会第四次会议决议 

特此公告。 

 

天水华天科技股份有限公司董事会 

二〇二五年八月二日 
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